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사업 추진배경

• 분야별 확고한 지식 함양과 명확한             

수학 지도를 위한 완성도 높은             

커리큘럼 확보 필요

• 반도체 분야의 소통과 협업 능력을 

겸비한 인재 수요 증가

• 전 세계적으로 AI, 빅데이터, 블록체인 

등 주요 기술을 활용한 서비스 

중심으로 사업 구조 개편

• 기술적 흐름에 따른 다양한 서비스를 

위해 핵심 부품인 반도체 기술 선점 

경쟁이 치열할 것으로 전망

사업 추진필요성

• 인력 수요 증가 대비 기반이 취약하여            

인재 양성 필요

• 반도체 설계 분야의 높은 기술 수준을 

필요로 함

• 반도체 설계 분야의 학부 교육의                 

질과 수준 제고

• 산업계 수요 기반의 반도체 산업 인재 양성 

및 공급 체계 구축 필요

• 인공지능의 혁신 인프라를 구축하여 

파급효과 확신 및 혁신 성장 유도

사업 추진 배경 및 필요성01
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사업 참여 및 이수 요건 02

반도체전공트랙사업 인공지능반도체융합인력양성사업

인공지능반도체교육과정
최소27학점이수

인공지능반도체
마이크로디그리

반도체설계교육과정
최소27학점이수

반도체설계트랙
마이크로디그리

기초공통9학점(3과목이상)
반도체기초6학점(2과목이상)
반도체심화6학점(2과목이상)
PBL 6학점(2과목이상)현장실습1과목이수필수

PBL 실무교과목신설
현장실습과목필수수강

실무적능력향상
PBL 실무교과목신설
현장실습과목필수수강

실무적능력향상

기초공통9학점(3과목이상)
반도체기초/반도체심화12학점(4과목이상) 
PBL 6학점(2과목이상)현장실습or *설계경진대회참가필수
* 설계경진대회는종합설계프로젝트과목수강신청후참가하여야
본교시스템상수료조건으로인정됨

• 참여조건 : 성균관대학교학부생3~4학년

• 이수요건

• 참여조건 : 성균관대학교학부생1~4학년

• 이수요건
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교육체계도 03

반도체전공트랙사업 인공지능반도체융합인력양성사업

기초 공통9학점, 반도체기초&심화 12학점, PBL 6학점 
(산학프로젝트,인턴십,인공지능설계대회 택1 필수) 
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참여 혜택04

인재 확보를위한인공지능반도체설계경진대회참가자격제공수강생들중우수학생선정을통해해외학회지원

사업단선정기준을통한우수학생장학금지급

1인최대250만원(등록금이내)

PBL 실무과목신설을통한실무능력향상

인턴쉽기회및컨소시엄기업과의교류를통한

취업정보제공및지원
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마이크로디그리 신청 및 사업관련 문의 안내05

사업관련문의

iclabgroup@skku.edu

     • 마이크로디그리

 

2차

 

신청

 

기간: 2024년

 

1월

 

8일(월)~12일(금)

• 마이크로디그리

 

참여

 

후

 

제출

 

서류

-재학증명서,

 

성적증명서,

 

개인정보

 

동의서

 

등

 

마이크로디그리

 

신청

 

승인

 

후

 

학적사항에

 

기재된

 

메일로

 

안내

-정부재원으로

 

운영되는

 

사업이므로

 

서류를

 

제출하지

 

않을

 

경우

 

수혜인원으로

 

인정하지

 

않음
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